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Abstract (en)
The method involves polishing the surface with a polishing tool (40,60)) in constantly changing different polishing directions so that each place of the
surface is covered statistically uniformly in each direction of a 360 degree complete angle. Independent claim describes substrate wafer for defect-
free semi conductor component polished as above. Independent claim describes use of wafer (10) for manufacturing electronic components using
high energy and high temperature technology. Independent claim describes electronic semiconductor component comprising substrate and one or
more defect-free layers of semi conductor materials arranged thereon.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zur Herstellung von insbesonders spannungsarmen Waferscheiben mit mindestens einer auf an sich bekannte Weise zu
beschichtenden aktiven Oberfläche beschrieben, wobei die aktive Oberfläche arm an Beschichtungsfehler erzeugenden Defekten ist. Das Verfahren
umfasst ein Glätten der Oberfläche mittels eines Polierschritts, bei dem die aktive Oberfläche mittels eines Polierelements poliert wird. Dabei wird
die Waferoberfläche mit einer sich ändernden Polierrichtung vom Polierwerkzeug derart überstrichen, dass jede Stelle der Oberfläche in jeder
Richtung eines 360°Vollwinkels statistisch gleichmäßig überstrichen wird. <IMAGE>
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